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Allgemein   

�  ist das Verbinden von Metallteilen durch eine 
Metalllegierung  

�  Schmelztemperatur des Lotes liegt unterhalb der anderen 
zu verbindenden Metallen 

�  In der Elektronik wird es benutzt, um elektronische 
Bauteile auf Platinen zu befestigen (Weichlöten) 

�  Weich- und Hartlöten unterscheiden sich durch den 
Temperaturbereich des Lots  

3 



Utensilien 

 
Was wird benötigt? 
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Lötstation 
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Lötkolben|Lötpistole 
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Das Lot 
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Das Lot 
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Flussmittel 
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Hilfmittel 
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Vorgehensweise beim Löten 

Vorbereitung: 
1.  Arbeitsplatz vorbereiten(Materialien, Werkzeuge) 
2.  Hat das Lötgerät die richtige 

Temperatur(Empfehlenswert sind 300-350°C)? 
3.  Ist die Lötspitze für die Lötstelle geeignet? 
4.  Ist das Lot für die Temperatur geeignet? 
5.  Ist die Lötstelle metallisch rein ? 
6.  Die Lötspitze muss frei von Verunreinigungen sein. 
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Vorgehensweise beim Löten 

Das Löten: 
1.  Platine bestücken, d.h. Beinchen von elektronischen 

Bauelementen an Lötstelle anpassen(umknicken) 
2.  Platine nur an den Kanten berühren(Schutz vor 

Verschmutzung) 
3.  Bauteil einlöten(Lötzinn soll das gesamte Lötauge 

benetzen!) 
4.  Lötzinn erstarren lassen 
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Vorgehensweise beim Löten 
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Vorgehensweise beim Löten 
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Vorgehensweise beim Löten 

Zu Beachten: 
�  Bestückung von kleinen zu großen Bauteilen  

¡  Erst Widerstände, dann Kondensatoren und zum Schluss 
Halbleiterbauelemente 

�  Entstehende Dämpfe nicht einatmen 
�  Temperaturempfindlichkeit der Bauteile  

¡  Erst die unempfindlichen Bauteile und dann die empfindlichen 
Bauteile 

¡  Halbleiterbauelemente sollten zum Schluss und möglichst schnell 
gelötet werden 

¡  Zu hohe Temperaturen können Bauteile zerstören 
¡  Zu niedrige Temperaturen könnte zur schlechten Verteilung des Lötzinns 

führen 
�  Polung der Bauteile(z.B. ELKO, Microcontroller) 
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Entlöten 

�  Zunächst die 
Entlötsaugpumpe spannen 

�  Lötstelle mit der Lötspitze 
erwärmen 

�  Saugspitze an das 
geschmolzene Lötzinn 
führen dann wird der 
Saugmechanismus 
ausgelöst  
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SMD-Löten 

�  Surface Mountable Device (Oberflächenmontiertes 
Bauteil)  

�  ohne Bohrungen der Platine 
�  Bauteile werden direkt auf die Oberfläche gelötet 
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SMD-Löten 

Vorteile: 
�  die maschinelle 

Verarbeitung ist 
einfacher, schneller und 
qualitativer  

�  Bauteile sind kleiner 
�  geringer Platzbedarf  

Nachteile: 
�  Beschriftung der Bauteile 

durch Codes 
�  Löten von Hand ist 

schwer und fehleranfällig   
�  spezieller Lötkolben, 

Werkzeug und 
Lötmaterial (Lötzinn, 
Kleber) sind notwendig  
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SMD-Löten 

Vorgehensweise: 
1.  Flussmittel auftragen  
2.  Ausrichten und Fixieren 
3.  Löten 
4.  Überflüssiges Lötzinn entfernen 
5.  Reinigen 
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SMD-Löten 
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